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１．概要（Summary）

X 線イメージングに用いる光学素子は、X 線の高い透

過性から、金属製で微細な構造でかつ高いアスペクト比

を持つこと必要がある。本研究課題では、数m の幅で、

高さ数 10m （アスペクト比：～10）の金属構造体(line)と
透過部分(Space)が多数列並んだ金属微細構造体の開

発を目指して、微細構造の作製及びその後のメッキ加工

実験を行って、金属微細構造体の作製及び観察を行っ

た。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

精密メッキ装置×3 台、表面極微細構造測定装置

【実験方法】

産総研ナノプロセッシング施設において、4inch_Si ウ

エハ基板上に数m 幅の Line & space の微細構造を持

つレジスト構造体を作製し、早稲田大学ナノテクノロジー

研究センター(NTRC)において、金メッキ加工を行った。

Table 1 に示す実験条件で、NTRC にある金メッキ漕

を利用して、下記に示す 3 種類の試料について、金メッキ

加工を行った。

(1) L/S= 2.8/2.8 ~ 5.0/5.0 m、h=20 m
(2) L/S= 2.5/2.5 m、h=10 m
(3) L/S= 3.8/3.8 m、h=20 m

Table 1 Experimental conditions of gold plating
Temperature ~65 ℃

Current 90 mA
Speed of plating m/min
Thickness ~10 m

３．結果と考察（Results and Discussion）

得られたメッキ加工済みサンプル表面を走査型電子顕

微鏡(SEM)で観察した。Fig.1 に、作製したサンプル（１）

についての SEM 写真を示す。L/S=2.8/2.8 m の微細構

造体まで、十分な金メッキ加工ができたことを確認した。

Fig.1 SEM photograph of gold plated X-ray 
optical element.
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Thickness of Resist：20m
L/S=2.8/2.8 m
Thickness of gold plate：~10m


